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１．概要（Summary） 

電子ビームの輝度は、電子顕微鏡の分野で頻繁に利

用される電子銃性能評価指数である。輝度を決める要素

の一つとして電子源サイズがあり、サイズを小さくすること

で高輝度化することができる。そこで、半導体フォトカソー

ドにおいて電子源サイズの縮小による高輝度化を目的と

して、半導体フォトカソードの微細加工プロセスについて、

名古屋大学微細加工プラットフォーム実施機関に技術相

談を行った。 

その結果、ドライエッチングプロセスによる半導体フォト

カソード表面への加工損傷の評価方法について、カソー

ドルミネッセンスによる微小領域の光学評価についてアド

バイスを受け、評価フローを見直すことにした。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


